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中期経営計画「Innovation３」の策定について 

 

アピックヤマダ株式会社（本社：長野県千曲市、社長：野中正樹）は、今般 2012 年度から 2014 年度の

３年間を対象とした「中期経営計画（2012－2014 年度）Innovation３」を策定いたしましたので報告申し

上げます。 

 

１．当社の現状 

当社はリーマンショックによる世界景気後退の影響が残る 2009 年度より、コア技術である成形加工技術 

の追求による半導体分野での事業基盤の強化と、これら技術の応用による半導体外事業の構築により経営 

基盤の安定化に取組んでまいりました。 

2009 年度後半から 2010 年度前半にかけては、景気回復局面にあり、安定的な受注を確保し相応の業績 

を確保することが出来ましたが、2011 年度においては、東日本大震災やタイ水害といった大規模な自然災

害の影響や景気の失速等の外部要因を主因に大幅な赤字を余儀なくされました。 

 ＜連結業績推移＞                               

 2009 年度 2010 年度 2011 年度 

売上高 9,601 百万円 14,689 百万円 9,901 百万円

営業利益 ▲1,174 百万円 635 百万円 ▲1,088 百万円

経常利益 ▲1,108 百万円 762 百万円 ▲1,025 百万円

 

 

２．事業環境認識 

当社を取り巻く事業環境については、半導体市場全体がリーマンショック以降順調に回復し拡大基調に

ある一方、日系半導体メーカーは海外移転を促進し、特に当社が事業対象とする組立工程はその多くが海

外工場への移管、海外サブコンへの委託により国内需要は減少の一途を辿っております。 

この傾向は東日本大震災、及びタイの洪水被害で一層顕著となりました。また、車載用途などで国内投

資に期待がかかるパワー半導体についても、ウェイトは前工程にあり後工程は自社海外投資或いはサブコ

ン委託が中心となると予想され、いずれの場合も海外市場の展開が鍵となります。 

 

 

３．中期経営計画の概要 

以上のように事業環境が激しく変化する中、当社は今年度（2012 年度）で会社設立 60 期目を迎えます。 

『自然にやさしさを、社会に豊かさを、人に幸せを』との経営理念のもと、社名であるＡＰＩＣ（Ａ＝ 

Advance 先進的で、Ｐ＝Precision 精密な、Ｉ＝Intelligence 知性ある、Ｃ＝Creation 創造的）の精神を

再確認する中、事業構造改革、生産改革、営業改革の３つの改革（Innovation３）を推し進め既存の半導

体事業の強化と新規事業の拡大を行い経営基盤の強化を目指すべく、中期経営計画を策定いたしました。 



事業構造改革 

・ 半導体を中心とした従来各事業について、顧客・マーケットに合わせて競争力を高め、市場の

再獲得を図る 

を高め、市場の

再獲得を図る 

・ 新規事業開拓を強力に推進し、半導体設備事業・半導体部品事業に続く新たな事業を創出する ・ 新規事業開拓を強力に推進し、半導体設備事業・半導体部品事業に続く新たな事業を創出する 

  生産改革   生産改革 

・ 本社を製品開発と生産技術構築の責任拠点とし、「日本の知」による製品技術、生産技術、工

法を構築し、“早く”、“安く”、“良い”「ものづくり」を実現する 

・ 本社を製品開発と生産技術構築の責任拠点とし、「日本の知」による製品技術、生産技術、工

法を構築し、“早く”、“安く”、“良い”「ものづくり」を実現する 

・ 生産体制は本社・海外子会社を包括したグローバル化を強力に推進する ・ 生産体制は本社・海外子会社を包括したグローバル化を強力に推進する 

営業改革 営業改革 

・ 営業と技術一体の提案型営業に“Real Change”し、自らの力で強力にマーケットを開拓する ・ 営業と技術一体の提案型営業に“Real Change”し、自らの力で強力にマーケットを開拓する 

・ グローバリゼーションが進展する中、市場毎に営業体制を最適化する ・ グローバリゼーションが進展する中、市場毎に営業体制を最適化する 

  

  

(1)骨子 (1)骨子 

ア．半導体事業において、劇的な環境変化に対応出来る企業体質を構築し、新たな価値の創出により

海外市場を中心にシェアの拡大を図る 

ア．半導体事業において、劇的な環境変化に対応出来る企業体質を構築し、新たな価値の創出により

海外市場を中心にシェアの拡大を図る 

イ．シリコンサイクルに影響される事業形態からの脱却を目指し、新技術の開発を推進し新たな市場

への参入と早期の収益化を図る 

イ．シリコンサイクルに影響される事業形態からの脱却を目指し、新技術の開発を推進し新たな市場

への参入と早期の収益化を図る 

  

(2)事業毎の戦略骨子 (2)事業毎の戦略骨子 

  対象市場は、①中国を中心としたアジア市場を積極的に取り込む   対象市場は、①中国を中心としたアジア市場を積極的に取り込む 

②環境・医療、自動化・省力化など当社技術の応用が可能な市場への参入を図る ②環境・医療、自動化・省力化など当社技術の応用が可能な市場への参入を図る 

ア．装置・金型事業（電子部品組立装置） ア．装置・金型事業（電子部品組立装置） 

・ ＷＬＰ市場については、引続きトップシェアを維持する ・ ＷＬＰ市場については、引続きトップシェアを維持する 

・ ＬＥＤについては、当社の独自技術でシェアを拡大する ・ ＬＥＤについては、当社の独自技術でシェアを拡大する 

・ 車載・エネルギー系については、お客様との協同の開発を強化し、市場を創出する ・ 車載・エネルギー系については、お客様との協同の開発を強化し、市場を創出する 

・ 半導体外事業においては、基礎技術開発を促進し、新しい製品を創出する ・ 半導体外事業においては、基礎技術開発を促進し、新しい製品を創出する 

イ．精密部品事業（電子部品） イ．精密部品事業（電子部品） 

・ 経営資源を最大限に活用し、基板ビジネス・電子タグ部品ビジネス等の拡充を図る ・ 経営資源を最大限に活用し、基板ビジネス・電子タグ部品ビジネス等の拡充を図る 

  

(3)経営目標（連結） (3)経営目標（連結） 

  2012 年度 2012 年度 2013 年度 2013 年度 2014 年度 2014 年度 

売上高 10,000 百万円 12,300 百万円 14,000 百万円

営業利益 ▲290 百万円 250 百万円 700 百万円

売上高営業利益率 －％ ２％ ５％

 

以上 

本資料に記載されている将来に関する記述および数値は、当社が現在入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる結果

となる可能性があります。 

 


